
Design-Simulation-Board Manufacturing-Assembly
設計・シミュレーション・評価基板製造

回路シミュレーション  Circuit Simulation
Sパラメータ反射損失
S-Parameter Return Loss

3次元電磁界解析
3D Electromagnetic Simulation
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Sパラメータ挿入損失
S-Parameter Insertion Loss
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配線トポロジ
Wiring Topology

線形回路網モデル
Linear Network Model

アイ・ダイアグラム
Eye Diagram

TX RX

System Board Retimer Card RT 500ps / PRBS23

信号波形解析（SI）  Signal Integrity Simulation
ビア信号経路解析 Via Simulation PTH バックドリル 伝送特性解析 PTH Back Drilling Transmission Analysis
Sパラメータ反射損失
S-Parameter Return Loss

配線経路
Wiring Path
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差動インピーダンス
Diff-Z0 Impedance
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<LVH V/L> φ100/275
＜IVH V/L＞ φ250/600
＜PTH V/L＞ φ200/550
<Input> Step pulse
<Rise time> 50ps

LVH⇒

IVH⇒

LVH

PTH

熱応力解析  Thermal Stress Simulation
12層ビルドアップ基板
12Layer HDI Substrate

相当応力分布
Mises Stress Distribution

LVH

IVH

+150℃－55℃ +260℃

Parameter Specification

Core Material Tg: 260℃, 
CTE （α1/α2） XY: 5/5ppm, Z: 10/70ppm

IVH Diameter Drill / Pad = 150 / 250μm

Parameter Specification

HDI Material Tg 170℃,
CTE （α1/α2）　XYZ: 40/120ppm

LVH Diameter Via / Pad = 60 / 100μm

Parameter Specification
 PCB Stack-up 8Layer FR-4 PTH
 PTH Diameter 0.2mm
 Transmission Line L1-MSL to L3-SL

Parameter Specification
 Analysis Port Source 300mV
 Frequency: 20GHz
 Back Drill Stub length 0μm

熱応力解析
Thermal Stress

Full
Stacked
Via

12Layer AnyLayer PCB

配線経路
Wiring Path

電磁界解析コンター図
Electromagnetic Field Analysis Contour Map

PTH

PTH
Back Drill

Sパラメータ透過特性 S-Parameter Insertion Loss
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熱設計・熱流体解析  Cooling Design & Simulation
FPGA 熱設計解析 FPGA Cooling Design & Simulation 放熱樹脂基板 表面温度解析 Surface Temp. by Power PCB

3次元モデリング
3D Modeling

熱流体解析
Thermal Fluid Analysis

プレ解析
Pre Simulation

ポスト解析
Post Simulation

温度分布（ヒートシンクモデル）
Temperature Distribution （Heatsink Model）

温度分布（ICモデル）
Temperature Distribution （IC Model）

FAN

Case
Heatsink

PCB

Velocity Vector
［m/s］

Temp.［℃］

表面温度 104℃ 表面温度 66℃
Case Temp. Case Temp.

FR-4 PCB Power PCB

測定結果  Measurement Result

解析結果  Simulation Result

Temp. （℃）

DC Input
5W IC

Pattern
IC to PadMeasurement

機能集積配線板 製造  Integrated Printed Subsystem Boards Manufacturing

古河電気工業株式会社様製 絶縁放熱樹脂使用
Heat Dissipation Dielectric Resin by Furukawa Electric

めっき接続部品内蔵基板
Laser-Attachment Embedding PCB

高周波材料基板
RF Material PCB

LCP

PTFE

SAP基板
FCBGA Substrate

Pre Solder
LVH

IVH 8Layer HDI PCB

0603C

4Layer HDI PCB

MOSFET Bare Chip

8Layer PTH PCB

1005R

はんだ接続部品内蔵基板
Solder-Attachment Embedding PCB

絶縁放熱樹脂ビルドアップ基板
Power HDI PCB

8Layer HDI PCB

0603C 0603R

0603C 0603RCore

HDI Layer

IVH LVH

絶縁放熱樹脂
Heat Dissipation Dielectric Resin


